
Si
C

M
O

SF
ET

 M
od

ul
e

SiC MOSFETを使用したフルブリッジ構成のパワーモジュールを開発しました。
高効率と低ノイズを実現するために、低インダクタンスと高放熱を特長とする
トランスファーモールドタイプのパッケージを採用しています。
これにより、フルブリッジコンバータやブリッジレスPFCなどのアプリケー
ションで電力変換効率を向上させることができます。

特長

仕様

内部回路

MG074D MG074E

外形

・高速スイッチングと低ノイズを実現する低インダクタンス構造

・DCB基板による絶縁型の高放熱構造
・パワーモジュールの内部にNTCサーミスタを搭載
・ディスクリート構成と比べパッケージサイズを40％小型化
・左右対称構造で内部配線の最適化により浮遊インダクタンスを低減

・半導体素子を分散配置することで熱の干渉を抑制

・高いVTHにより誤オンを防ぎ負電源不要の回路設計が可能

超低インダクタンス
SiC パワーモジュール
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MG074

ConditionValueSymbol

95AID

ID=58.0A / VGS=18VTyp.13mΩRON

Min.750VV(BR)DSS

ID=30.8mA / VDS=10VMin.2.8VVTH

ConditionValueSymbol

51AID

ID=29.0A / VGS=18VTyp.26mΩRON

Min.750VV(BR)DSS

ID=15.4mA / VDS=10VMin.2.8VVTH

MG074F
ConditionValueSymbol

31AID

ID=17.0A / VGS=18VTyp.45mΩRON

Min.750VV(BR)DSS

ID=8.89mA / VDS=10VMin.2.8VVTH

*指定なき場合はTc=25℃
*製品の仕様変更や他の理由により断り無しに変更することがあります。

動作確認用サンプル

対応中



低インダクタンス構造

ターンオン ターンオフ

TO-247 4pinSiCモジュール

21.48nH7.24nH実測値

SiCパワーモジュール（左）とTO-247 4pin（右）×2pcsの主電
流経路に含まれる浮遊インダクタンスを実測し比較しました。

モジュールは、低インダクタンス構造による効果で浮遊イン

ダクタンスを66％低減しており、スイッチングで発生する
サージ電圧を低減できます。

*測定方法：IEC60747-15(2010)section6.2.2準拠
*本データは、参考値であり保証値ではありません。

ターンオフ

低インダクタンス構造により

サージを50V以上低減

主電流と磁気結合しにくい構造

リンギングを低減

Vgsの持ち上がりがなく
確実なターンオフ動作が可能

リンギング

サージ成分の収束が速く

ノイズ対策が容易

TO-247 4pin

実装イメージ

電源電圧+10%
(440V)までの
収束時間を測定



製品のポイント

適用回路例

フルブリッジコンバータ ブリッジレスPFC

1 浮遊インダクタンスの低減 *特許10件出願

2 バランスと安定性

3 熱干渉の抑制
分散配置

発熱源である半導体素子を
分散して配置することで、
熱の干渉による温度上昇を
抑え、性能や信頼性の低下
を防ぎます。

内部構造

端子とパターンを近づける
ことで、相互効果が浮遊イ
ンダクタンスを減少させ、
スイッチング時に発生する
サージ電圧を低減できます。

左右対称レイアウト

内部構造を左右対称にする
ことで、内部配線の長さが
等しくなるため、スイッチ
ング時に発生するサージ電
圧の差を最小限に抑えます。
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